FOTOLITOGRAFIA POR PROYECCION DE MASCARA EN UV
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Descripcidn corta: nano y micro fabricacion mediante la técnica de fotolitografia por proyeccion
de mascara para fotorresinas sensibles al ultravioleta.

Descripcion del servicio

La maquina de fotolitografia disponible fabrica microestructuras a nivel de oblea mediante la
proyeccion de mascara. El equipo en cuestidon cuenta con una alineadora de mascaras que
permite la fabricacién de estructuras compuestas por multicapas. Ademas de la maquina se
dispone de placas calefactoras para el curado de la fotorresina y una campana de flujo laminar
gue evita la contaminacién y suciedad sobre las obleas.

El servicio prestado puede ser adaptado a las necesidades de quien lo demande, diferenciando
el servicio en diferentes procesos:

e Fotolitografia y revelado
e Depdsito de fotorresina, fotolitografia y revelado
o Depdsito de fotorresina, caracterizacion del espesor, fotolitografia y revelado

También se ofrece el alquiler de una mascara de litografia o el disefio y fabricacién de una ad
hoc.
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Necesidades demandadas y aplicaciones

La integracién y miniaturizacion estd a la orden del dia. Mediante la fotolitografia se pueden
integrar multiples estructuras de varias capas en un solo circuito.

Sector o area de aplicacion



Micro y nano fabricacion
Competencias diferenciales

Este equipo de fabricacidon permite innovar con multiples materiales y geometrias. Gracias al
microscopio que incluye permite posicionarse con gran precision sobre estructuras previamente
fabricadas. Ademds, complementando este equipo con el resto de instrumentos de
caracterizacion 6ptica, la fabricacion puede ser supervisada en todo momento.

Referencias previas de prestacion

Descripcion del equipamiento

M4aquina de fotolitografia por proyeccién de mascara MA-6 de la casa comercial SUSS MicroTec
GmbH. La exposicidn de luz ultravioleta se realiza a través de una ldmpara de vapor de mercurio
cuyos picos de emisién son principalmente: 435.8 nm (g-line), 404.7 nm (h-line) y 365.4 nm (i-
line). La litografia se puede hacer tanto para obleas de 6” como para sustratos de menor tamafio.

Por otra parte, se dispone de un stock de mascaras de litografia que puede alquilarse:

e Mascara para Chips de 65 celdas de 200um (6").

e Mascara para Chips de 65 celdas de 100um (6").

e Mascara para Chips de 16 celdas de 200um (4").

e Mascara para Chips de 3 celdas de 100um (4"). Mdascara negativa y positiva.

e Mascara para Chips de 3 celdas de 200um (4"). Mdascara negativa y positiva.

e Mascara para Chips de 3 celdas de 800um (4").

e Varias mascaras con patrones diferentes, para referencias o temas de investigacion.

Solicitud del servicio

Contactar via mail indicando en el asunto “PRESTACION DE SERVICIO” y en el cuerpo del e-mail
el servicio del que se trata y una descripcidon aproximada de lo que se quiere realizar y tiempo
necesario.

Mails de contacto: info.gofb@gmail.com o betxu.santamaria@upm.es




